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富采投控在微型發光二極體之專利佈局解析 

邱慶祥撰 

2021 年 5 月 11 日 

 

一、 前言 

隨著光電科技的進步，許多光電元件的體積逐漸往小型化發展。近年來

由於發光二極體（Light-emitting diode，LED）製作尺寸上的突破，發展出一

種比一般發光二極體尺寸縮小許多，而被稱為微型發光二極體（Micro LED）

的新技術，所以發光二極體不僅可應用於道路照明、大型戶外看板、交通號

誌燈等相關領域，也適用於製作顯示器。其以微型發光二極體作為顯示器中

的子像素，使得每一個子像素都可以單獨驅動發光。將這些可獨立發光的微

型發光二極體所發出的光束組合成影像的顯示器即為微型發光二極體顯示

器。 

微型發光二極體顯示器屬於主動式發光二極體顯示器，具有功耗低、亮

度高、色彩飽和度高、發光效率高、對比度高、反應速度快以及省電等優點，

不僅如此，微型發光二極體顯示器更具有材料使用壽命長與無影像殘留等

優勢。因此，在有機發光二極體（Organic light-emitting diode，OLED）顯示

器的製造成本偏高及其使用壽命無法與現行主流顯示器相抗衡的情況下，

微型發光二極體顯示器逐漸吸引各科技大廠的投資目光。[1][2][3][4][5][6] 

其中 LED晶片廠包括台灣的晶電、隆達、光鋐；日本的 LED廠日亞（Nichia）

以及德國的歐司朗（Osram）也都低調進行 LED 晶片開發。此外，中國晶片

廠三安、華燦及聚燦，近兩年也在政府補助下投入大筆資金開發 Mini LED 及

Micro LED 相關技術。[7] 

友達（2409）集團所屬 LED 晶片廠隆達電子（3698）與晶元光電（2448）

合組富采（3714）投資控股公司，兩家公司成為富采投控 100%持股子公司，
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已於 2021 年 01 月 06 日上市。[8]兩家公司整合雙邊上中下游優勢、垂直串

聯資源擴大出海口，避免重複投資與降低成本，目的就是要在最短時間內推

動 Mini/Micro LED 相關產品的上市，拉開與競爭對手之間的差距。[9] 

二、 富采投控於微型發光二極體之相關專利 

以下將於富采投控（即隆達電子與晶元光電）所擁有之微型發光二極體

相關專利中，針對其中最相關的 5 篇專利，對其內容進行重點說明： 

1. TW I688121 B，公告日：2020/03/11 

申請人：隆達電子股份有限公司 

專利名稱：發光二極體結構 

微型發光二極體是將傳統發光二極體的尺寸降至微米等級，且目標

良率需達到 99%以上。然而，微型發光二極體目前面臨相當多的技術挑

戰，為了提升其出光效率，各種嶄新的發光二極體結構應運而生。 

此發明提供『一種發光二極體結構，包含：一基底層，…..』，其主

要權利保護範圍為該發光二極體結構可包含分散式布拉格反射鏡或金

屬層，以將發光二極體發出的光導引為向上發射的光線，進而增加出光

效率。且由於該發光二極體結構中之電性接觸層的寬度大於半導體疊層

的寬度，因此電性接觸層可以作為電性接觸的載台。再者，該發光二極

體結構的電性接觸層還可以包含雙層導電層（歐姆接觸層及金屬層），

此雙層導電層的設計可以確保發光二極體結構具有可以作為導電接觸

的載台。 

此發明另提供『一種發光二極體結構，包含：一半導體疊層，…..』，

其主要權利保護範圍為該發光二極體結構可以利用第二型半導體層的

第二部分來代替電性接觸層作為電性接觸的載台，且第二型半導體層之

第二部分所暴露出之具有粗糙紋理的表面可以提升出光效率。 
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此發明之發光二極體結構除了可以應用於傳統發光二極體和尺寸

降至微米等級的微型發光二極體之外，還可以廣泛地應用於顯示器及穿

戴裝置中。[10] 

2. TW I705038 B，公告日：2020/09/21 

申請人：隆達電子股份有限公司 

專利名稱：取料裝置及其取料方法 

為了滿足消費者的需求，電子產品除了在功能上要不斷地提升之外，

設計上也必需越來越輕巧。然而，在電子產品生產的過程中，如何有效

處理及轉移大量體積重量越來越小的零件，是一個非常重要的議題。在

微型發光二極體眾多的技術挑戰當中，巨量轉移技術也是最困難的關鍵

製程。此外，更包括設備的精密度、轉移良率、轉移時間、對位問題、

可重工性及加工成本等諸多技術難題亟待解決。 

此發明提供『一種取料裝置，用以拾取複數個微型元件(例如微型

發光二極體)，該取料裝置包含：一彈性板材，…..』，其主要權利保護範

圍為該取料裝置中的溫控黏著層當中平均分佈著複數個發熱元件，各發

熱元件電性連接於電源，因此使用者可以根據發熱元件的分佈方式及實

際位置，選擇性地拾取黏附於承載基板的微型元件。 

此發明還提供『一種取料方法，用以拾取複數個微型元件，該方法

包含：經由複數個加熱線路分別對複數個金屬發熱元件通電以使該些金

屬發熱元件加熱，…..』，其主要權利保護範圍為該取料方法可透過對複

數個發熱元件通電或斷電使溫控黏著層的黏度上升或下降，從而拾取或

放置微型元件。由於把微型元件黏附於或脫離於溫控黏著層的操作係僅

透過對發熱元件進行或停止通電，其操作方式簡單容易，能夠為使用者

帶來顯著的方便。此外，還可獨立地控制不同位置的發熱元件之通電或

斷電，因此使用者便可簡單容易地把相應的微型元件從取料裝置放置於
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接收基板上，或是讓微型元件隨取料裝置離開接收基板。[11] 

3. TW I705580 B，公告日：2020/09/21 

申請人：隆達電子股份有限公司 

專利名稱：發光二極體結構及其製造方法 

目前用來製造微型發光二極體的主要技術是由製程定義出微型發

光二極體結構後，將此微型發光二極體結構接合至第一暫時基板，並透

過雷射剝離技術將藍寶石基板移除，再使用接合材料將此微型發光二極

體結構接合到第二暫時基板。接著，移除第一暫時基板並製作支架結構

後，蝕刻接合材料，最後移轉微型發光二極體結構中的磊晶結構。上述

過程中需經過兩次暫時基板的接合及兩次移除暫時基板的製程，除了良

率損失不好控制外，磊晶結構在應力釋放後，微型發光二極體之間的間

距也會與原先設計的不同，造成移轉時的對位問題。 

此發明提供『一種發光二極體結構，包括：一半導體疊層，…..』，

其主要權利保護範圍為該發光二極體結構包括半導體疊層，其發光面具

有粗糙紋理，因此可提升其出光效率。 

此發明另提供『一種半導體結構，包括：至少一半導體疊層，…..』，

其主要權利保護範圍為該半導體結構包括半導體疊層，其發光面具有粗

糙紋理，因此可提升其出光效率。 

此發明還提供『一種製造發光二極體結構的方法，包括：形成一前

驅結構，…..』，其主要權利保護範圍為在製造該發光二極體結構的過程

中，形成具有支撐層及犧牲層支撐磊晶疊層的前驅結構。隨後，磊晶疊

層成為在粗糙發光面上具有支撐架的半導體疊層。支撐架可以容易地折

斷，以形成單獨的發光二極體結構。 

傳統的支撐架形成在發光二極體結構的側壁上，使得必須在相鄰的
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發光二極體結構之間保持一些空間以容納支撐架。相反地，此發明的支

撐架形成在發光二極體結構下方，因此可以增加發光二極體在晶圓上的

佈置密度。此外，藉由支撐架的形成，可以減少轉移時間。可以將選擇

好的發光二極體結構轉移到具有與最終基板相同的預定圖案（例如間距）

的轉移基板上。然後將選擇好的發光二極體結構翻轉，並一次接合到最

終基板上。多個所選擇的發光二極體結構可以僅藉由一次轉移過程接合

到最終基板上，使得製程良率、對位以及發光二極體間距的精準度上有

大幅的改善。此外，由於在轉移之前已挑選好的發光二極體，因此可以

降低修復成本。[12] 

4. TW I428060 B，公告日：2014/02/21 

申請人：晶元光電股份有限公司 

專利名稱：照明裝置及其製作方法 

目前的發光二極體發光源無法直接操作於交流電之下，故需使用交

流/直流轉換器將交流電源轉換成直流電源以供發光二極體發光源使用。

然而，交流/直流轉換器會增加產品的成本、尺寸與重量並消耗更多的

電能，不利於產品之可攜性。因此，需要一種發光二極體照明裝置能夠

不需要交流/直流轉換器而操作於直流電源之下以及交流電源之下。 

此發明提供『一種照明裝置，包含：一第一電壓饋入點；…..』，其

主要權利保護範圍為該照明裝置可提供一選擇單元，藉由選擇單元來控

制電源的供電方式，使得第一微發光單元與第二微發光單元於第一電壓

下相並聯或於第二電壓下相串聯。因此選擇單元可根據電源之電壓大小，

選擇出最適當的迴路。 

此發明另提供『一種照明裝置，包含：一基板；…..』，其主要權利

保護範圍為該照明裝置可提供一選擇單元，藉由選擇單元來控制電源的

供電方式，使得第一微發光單元與第二微發光單元於第一電壓下相並聯
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或於第二電壓下相串聯。因此選擇單元可根據電源之電壓大小，選擇出

最適當的迴路。 

此發明還提供『一種照明裝置之製作方法，包含：藉由半導體製程

形成一第一二極體微晶粒及一第二二極體微晶粒於一基板之上；…..』，

其主要權利保護範圍為該照明裝置之製作方法可提供一選擇單元，藉由

選擇單元來控制電源的供電方式，使得第一二極體微晶粒與第二二極體

微晶粒於第一電壓下相並聯或於第二電壓下相串聯。因此選擇單元可根

據電源之電壓大小，選擇出最適當的迴路。 

此發明還提供『一種照明裝置之製作方法，包含：藉由半導體製程

形成一第一二極體微晶粒及一第二二極體微晶粒於一基板之上；…..』，

其主要權利保護範圍為該照明裝置之製作方法可提供一選擇單元，藉由

選擇單元來控制電源的供電方式，以根據第一電壓或第二電壓導通第一

迴路或第二迴路。因此選擇單元可根據電源之電壓大小，選擇出最適當

的迴路。 

在此發明的電路設計下，其電源可為一直流電源或是一交流電源，

使得照明裝置可以在不需要交流/直流轉換器的情況下，由交流電源或

是直流電源來直接供電。[13] 

5. TW I495390 B，公告日：2015/08/01 

申請人：晶元光電股份有限公司 

專利名稱：照明裝置及其製造方法 

目前的發光二極體發光源無法直接操作於交流電之下，故需使用交

流/直流轉換器將交流電源轉換成直流電源以供發光二極體發光源使用。

然而，交流/直流轉換器會增加產品的成本、尺寸與重量並消耗更多的

電能，不利於產品之可攜性。因此，需要一種發光二極體照明裝置能夠

不需要交流/直流轉換器而操作於直流電源之下以及交流電源之下。 
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此發明提供『一種照明裝置，包含：一第一微發光單元，…..』，其

主要權利保護範圍為該照明裝置可提供一第一迴路選擇及一第二迴路

選擇，以在不同的操作電壓下選擇不同的迴路。因此可根據電源與連接

成串之二極體微晶粒的等效耐受電壓間之關係，選擇電壓饋入點以便改

變電源所偏壓供電之二極體微晶粒的數目，藉以解決由於半導體製程在

等效耐受電壓所造成之變動。 

此發明還提供『一種照明裝置之製造方法，包含：提供一第一對反

向並聯之二極體晶粒；…..』，其主要權利保護範圍為該照明裝置之製造

方法可提供一第一迴路選擇及一第二迴路選擇，以在不同的操作電壓下

選擇不同的迴路。因此可根據電源與連接成串之二極體微晶粒的等效耐

受電壓間之關係，選擇電壓饋入點以便改變電源所偏壓供電之二極體微

晶粒的數目，藉以解決由於半導體製程在等效耐受電壓所造成之變動。 

在此發明的電路設計下，其電源可為一直流電源或是一交流電源，

使得照明裝置可以在不需要交流/直流轉換器的情況下，由交流電源或

是直流電源來直接供電。[14] 

三、 結語 

由前述的專利內容可發現，隆達電子與晶元光電在微型發光二極體所

強調及擁有的專利技術截然不同。隆達電子的專利注重於微型發光二極體

的結構及移轉微型發光二極體的方式，而晶元光電的專利注重於照明光源

的電路設計。因此，兩家公司結盟成立富采投控，能整合資源發揮各自強項，

加速研發相關技術，搶占微型發光二極體顯示器的廣大市場。 

另外，晶元光電與友達均有投資錼創科技，透過股權投資，更可彌補微

型發光二極體在其它地方的技術缺口。因此，未來在微型發光二極體及其相

關產品的發展上，富采投控所蘊藏的研發能量不容小覷。[8] 
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